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Abreviaciones y Glosario

Carrier: Cinta con pockets en donde sera depositado el dado.

Cover: Cinta adhesiva utilizada para sellar y resguardar los dados dentro del

carrier.
Dado: Circuito integrado de Silicio o Galio.

Indexer: Pieza metalica que guia el recorrido del carrier, consta de 2 ventanas

rectangulares, una para colocar el dado en el pocket y otra para inspeccionarlo.
Pocket: Espacio donde sera contenido el dado.
QA: Quality Assurance

Reel: Rollo que contiene carrier, covery dados componiendo un lote o parte de un

lote.

Wafer: Oblea de material semi-conductor (silicio, galio arsénico) que contiene

circuitos electronicos.

WLCSP: Wafer Level Chip Scale Package.
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Resumen

El siguiente proyecto fue realizado en la empresa Skyworks Solution de
México. La cual se dedica a la fabricacién de microcircuitos de diferentes modelos
para un gran numero de clientes en el mundo que usan estos componentes para

la conexién a internet en sus productos.

El area de paquetes de chips de obleas (WLCSP, por sus siglas en ingles
de Wafer Level Chip Scale Package) consiste en empaquetar microcircuitos.
Durante este proceso se generan 2 defectos criticos, uno de ellos es cuando se
encuentran dos dados en una misma cavidad (dado encimado) y el otro defecto es
cuando el dado se encuentra con dafo mecanico (dado quebrado). Estos 2

defectos contribuyen alrededor del 50% del total de defectos.

Debido al alto indice de rechazos y ante la necesidad de alinear los
métricos del area los objetivos de la alta gerencia, se desarrollé este proyecto,

cuya finalidad es reducir el numero de rollos rechazados.

Se analiza el problema utilizando diagramas de causa-efecto para analizar
los factores que contribuyen a generar el problema y se definiran acciones para
contrarrestarlas. Se aplicara la metodologia definir, medir, analizar, mejorar y
controlar (DMAIC) y se disefiara una herramienta que permita la calibracion de los
indexer utilizados en los equipos de produccion. Se implementara la
estandarizacion de la calibracidon de los indexer y asi evitar variaciones que

dependan del criterio del personal encargado de realizar el set up en el equipo.

Con el desarrollo de la herramienta que permite la calibracion de los indexer
de manera sencilla, se lograra disminuir los tiempos de reparacion correctivo en un

30%, y a su vez se reduciran los rollos rechazados por dado encimado.
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Capitulo 1. Introduccion

El proyecto se llevara a cabo en Skyworks Solution de Mexico, en el
proceso de empaquetado a escala de chips de oblea (WLCSP, por sus siglas en
inglés de Wafer Level Chip Scale Package) que consiste en remover los dados de
los wafer y colocarlos en una cinta plastica llamada carrier para quedar

empaquetados y ser transportados al cliente.

En los ultimos meses se ha detectado un alto indice de rollos rechazados
en inspeccion final, asi mismo los reportes de mantenimiento indican un
incremento en paros de maquinaria. Ante estas circunstancias, es necesario
analizar las causas del problema y desarrollar acciones correctivas para

contrarrestar el problema.

Una de las acciones propuestas es el diseio de una herramienta que
permita calibrar los indexer sin necesidad de depender del criterio de la persona
encargada de realizar el set up en el equipo, logrando estandarizar esta

calibracion.
1.1 Antecedentes

Hoy en dia los negocios se han vuelto altamente competitivos. Todas las
industrias y las organizaciones tienen que tener un alto desempefio para sobrevivir
y ser rentables. Las industrias tienen que mantener la calidad de sus productos
para poder impresionar a los clientes, y a su vez, lograr competir en el mercado
(Kumar & Kaushish, 2015).

En el intento de gestionar el cambio, muchas organizaciones han seguido
iniciativas de calidad como Six Sigma, que pueden tener un significativo impacto
en los resultados y cultura de trabajo de una organizacion. La metodologia Six
Sigma se esta convirtiendo en una de las iniciativas de gestién de calidad mas
exitosas. Ha sido adoptada como una iniciativa importante por algunas de las
compainias lideres en todo el mundo. Dicha iniciativa ha ganado amplia aceptacién
como una metodologia de mejora para optimizar la competitividad de una
organizacion (Gijo & Scaria, 2014).
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Hernandez & Vizan (2013) definen lean manufacturing como la forma de
mejorar y optimizar un sistema de produccion, enfocandose en identificar y
eliminar todo tipo de desperdicios; asi este proyecto esta orientado a esta filosofia,

enfocado en la prevencion de defectos y errores.
1.2 Justificacion

Los métricos del area WLCSP durante los ultimos meses muestran un alto
indice de material rechazado en la estacion final de garantia de calidad (QA, por
sus siglas en inglés, Quality Assurance) es por ello que se requiere tomar
acciones que contribuyan a alinear los métricos en base a los objetivos planteados

por la alta gerencia.

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta que
permita calibrar los indexer que se utlizan en el area, los cuales son
reemplazados en cada cambio de numero de parte en los equipos de
levantamiento y colocacion de dados en la plataforma Mi20, actualmente este
ajuste se realiza en base al criterio del personal encargado de realizar los ajustes
en la configuracion para un numero de parte en especifico en el equipo, este

ajuste es critico y genera variacion en el equipo al estar trabajando.

El indexer es una herramienta especifica de los equipos Mi20, consta de
una base y una cubierta superior, la base consta de 8 tornillos que ajustan la
apertura y de dos tornillos para ajustar las guias de vacio, como se muestra en la
figura 1. La herramienta se coloca entre las 2 placas metalicas y se ajustan las
guias del vacio y la cubierta, esto con la finalidad de evitar que el carrier no se

atore en el recorrido.
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Figura 1. Indexer

Fuente: Elaboracion propia.

1.3 Planteamiento del problema

Skyworks Solution de México es una empresa que se dedica al ensamble y
prueba de semiconductores. Este proyecto esta enfocado en el proceso de
empaquetado de dados, en los equipos Mi20 del proveedor Mi Equipment, con
oficinas centrales en Penang, Malasya. Estos equipos trabajan en el empaquetado
de microcircuitos de material quimico GAas (Galio) y Si (Silicio) los cuales deben
de ser colocados sobre el carrier y después sellados con una cinta plastica

llamada cover (Mi Technovation Berhad, 2019).

Durante el proceso, en el equipo se generan 2 defectos de alto impacto, en
los cuales se enfoca este proyecto, dados encimados y dafio mecanico. El numero
de rollos rechazados por estos defectos generan un alto nivel de desperdicio de
material en el area. La mayor parte del problema se soluciona calibrando el
indexer, actualmente no se tiene un calibrador para este y cada persona
encargada de realizar el ajuste en el equipo lo realiza en base a su experiencia, es
por ello que se propone disefar e implementar una herramienta que permita

ajustarlo correctamente.
1.4 Preguntas de investigacion

¢, Como se puede desarrollar una herramienta que permita calibrar los indexer

utilizados en produccion?

13
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1.5 Objetivo General

e Desarrollar una herramienta que permita calibrar correctamente los indexer
mediante una metodologia DMAIC para reducir los tiempos de

mantenimiento correctivo en los equipos y por ende los defectos de QA.

1.6 Objetivo Especificos

e Calcular la distancia entre las guias de vacio y el carrier, para evitar que
este se atore en el recorrido del indexer.
e Calcular el gap entre la placa del indexer y la base, de tal manera que el

carrier se deslice facilmente sin atorarse.
1.7 Hipotesis

Con el disefio de una herramienta que permita calibrar los indexers
utilizados en los equipos de producciéon se reduciran los rechazos por dado
encimado y dafio mecanico en un 30%. Ademas, se reduciran los tiempos de
mantenimiento correctivo por problemas de carrier atorado en el indexer de 420 a
290 minutos. Dichos datos se validaran durante la etapa de evaluacién, que
consiste en calibrar los indexer utilizando la herramienta disefiada para realizar su
calibracion. Con esto se incrementara la eficiencia de los equipos al disminuir las

fallas de equipo debido al carrier atorado.
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Capitulo 2. Marco Referencial
2.1 Equipos Mi20

La empresa que provee los equipos Mi20 denominada Mi Equipment, se

encuentra localizada Penang, Malasia.

Su misién es mejorar el éxito de sus clientes en la manufactura de los
semiconductores, ofreciendo soluciones a un costo eficaz con productos
innovadores y eficaces. Para lograr esto, escuchan a sus clientes, disefian
conociendo los procesos, mejorando los productos, mejorando los procesos
internos, la introduccién de nuevos procesos y la continua investigacion y

desarrollo de productos.

En su filosofia ellos creen que el éxito se basa en el recurso humano y
clientes valiosos. En el recurso humano, hacen énfasis en su selectiva practica de
contratacion, altos niveles de compensacidon para atraer y mantener al personal,
ingenieros altamente creativos. En relacion a clientes valiosos, sus procesos
proveen valor agregado a los procesos del cliente, mejoran procesos, reflejando
altos niveles de rendimiento e incrementado las ganancias, proveen relaciones de

negocio a largo plazo (Mi Technovation Berhad, 2019).
2.2 Proceso de WLCSP

Los paquetes de escala de chip de nivel de oblea (WLCSP) tienen las
ventajas de alta eficiencia, alta potencia y alta densidad, y pueden garantizar el
ensamblaje consistente de la placa de circuito impreso necesaria para lograr un
alto rendimiento y confiabilidad. WLCSP esta atrayendo mas atencién a medida
que los dispositivos electronicos continuan haciéndose mas pequefios y mas
portatiles. Aunque la tecnologia de este paquete puede mejorar la densidad de
entrada / salida de la senal electrénica, a menudo existe el problema de un bajo
rendimiento en la etapa inicial de su introduccion (Tao-Chi, Chih, Shih-Tin,
Ming-Lun & Jandel, 2011).
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WLCSP proporciona un enfoque con un menor costo en la fabricacion y las
pruebas que el empaque convencional de un solo chip. Ademas, el esquema
WLCSP disminuye efectivamente la longitud total del circuito entre la matriz y la
placa de circuito impreso; por lo tanto, mejora la eficiencia de transicion de la sefal
de alta frecuencia. Una revision de la literatura revela que WLCSP se ha aplicado
cada vez mas a dispositivos electronicos portatiles, como teléfonos celulares vy
lectores electronicos. Sin embargo, WLCSP hace que la edicidon del circuito sea
mas dificil ya que se realiza en un dispositivo completamente empaquetado
(Tao-Chi, Chih, Shih-Ting, Ming-Lun & Jandel, 2011).

2.2.1. Principales defectos

Para este trabajo se muestran dos tipos de defectos, los cuales son

descritos a continuacion:
2.2.1.1. Dado encimado

El dado encimado se refiere a cuando dos dados se encuentran en la

misma cavidad del “carrier” (Ver figura 2).

Figura 2. Dado encimado.

Fuente: Elaboracién propia.
2.2.1.2 Daino mecanico

La figura 3 muestra el dano mecanico, el cual se refiere a cuando el dado

se encuentra golpeado, de tal manera que este tiene una quebradura.

16
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Figura 3. Dado con dafio mecénico.

Fuente: Elaboracién propia.

2.3 Six Sigma

Six Sigma es una metodologia de mejora continua de la calidad. Fue creado
a partir de los conceptos de Gestion de calidad total por Motorola en la década de
1980 y posteriormente adoptado por varias organizaciones. Para lograr Six Sigma,
un proceso no debe producir mas de 3,4 defectos por millén de oportunidades.
Una oportunidad se define como una oportunidad para no cumplir con las
especificaciones requeridas. Significa que debemos ser impecables en la

ejecucion de nuestros procesos (Kumar, 2017).
Six Sigma gira en torno a algunos conceptos clave:

e Critico para la calidad: Atributos mas importantes para el cliente.

e Capacidad del proceso: Lo que el proceso puede ofrecer.

e Defecto: No entregar lo que el cliente quiere.

e Variacion: Lo que el cliente ve y siente.

e Operaciones estables: Asegurando procesos consistentes y predecibles
para mejorar.

e Diseno para Six Sigma: Disefo para satisfacer las necesidades del cliente y

la capacidad de proceso.

Esta metodologia proporciona una manera de mejorar los procesos para que la
compaiia pueda producir productos y servicios de clase mundial de manera mas
eficiente y predecible (Singh, Singh, & Pandher, 2017). Tradicionalmente, bajo el

enfoque Six Sigma se aplica una metodologia denominada DMAIC (Definir, Medir,
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Analizar, Mejorar y Control). A continuacion se plantean algunas preguntas que

nos apoyan al planteamiento de cada etapa:

Definir: ; Quiénes son los clientes y cuales son sus prioridades? ¢ Ddnde

estan sus problemas? ;A qué problemas nos enfrentamos primero?

Medir: ; Como se mide el proceso y como se realiza? 4 Cual es su estado

actual de rendimiento?

Analizar: ;Cuales son las causas mas importantes del fracaso del

rendimiento?

Mejorar: ; Como eliminamos las causas del bajo rendimiento?

Control: ; Cbmo podemos incrustar y mantener las mejoras realizadas?
2.4 Estandarizacion como herramienta para la competitividad

Los estandares han existido desde el principio de la historia registrada. En
la actualidad se ha vuelto esencial para cualquier empresa solicitar certificaciones,
para enfatizar en la estandarizacion de los procesos y la mejora continua. Un
elemento critico en cualquier sistema de gestion de la calidad es el
establecimiento de estandares o normas consistentes con las expectativas de los

clientes (Vazquez & Labarca, 2012).

Los estandares de trabajo son la cantidad de tiempo requerido para llevar a
cabo un trabajo o parte de un trabajo. Cada empresa tiene sus estandares de
trabajo, aunque puedan variar los que se determinan por medio de métodos
informales y los que se determinan por profesionales. Los estandares deberan
estar documentados, es decir escritos en papel, con objeto que sean difundidos y
captados de igual manera por las entidades o personas que los vayan a utilizar
(Muhoz, 2016).
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2.5 Diagrama de causa-efecto

El diagrama de causa-efecto mostrado en la figura 4 es un método para el
anadlisis detallado de la relacion entre un sistema de estado en observacion
(efectos) y las variables influyentes que causan la aparicién de una condicién dada
(causa). Cuando el analisis esta relacionado con la mejora de la calidad de los
productos y procesos de las empresas y/o organizaciones de servicios, se define

lo siguiente:

Efecto. Significa un cierto resultado del trabajo de la vista observada del sistema

en un momento dado y bajo circunstancias dadas.

Causa. Significa un conjunto de condiciones ambientales y procesos del sistema
que dan como resultado un estado particular del resultado del trabajo (Stefanovic,

Kiss, Stanojevic & Janijic, 2014).

Causa Efecto

[ Hombre ][ Maguina ][ Entorno ]

N\ b

P

FProblema

Subcausa

Causa principal

[ waterial |[ metodo |( Medida |

Figura 4. Diagrama Causa-Efecto (Administracion de empresas, 2014)

2.6 Calidad

Calidad es un término dificil de definir, principalmente porque se ha

mantenido en constante evolucién. El concepto mas antiguo y utilizado es el de
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excelencia, es decir, lo mejor, y se remonta a los filésofos griegos, de tal forma

que para Platon la excelencia era algo absoluto (Vazquez & Labarca, 2012).

Cuando la calidad es un elemento mas vinculado a la operacion, al proceso,
a la técnica y la calidad quimica de componentes, es recomendable la
estandarizacién de las operaciones y tener descritos los procedimientos operativos
vinculados a la fabricaciéon. A la vez, se incorpora a la mejora de los procesos
herramientas avanzadas que disminuyen su variabilidad o aumentan su eficiencia
(Fuentes-Pila & Torrubiano, 2006).
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Capitulo 3. Metodologia

Este capitulo tiene por objetivo presentar la metodologia usada durante el
proyecto de investigacion. La metodologia seleccionada para el desarrollo de esta
investigacion fue la DMAIC debido a que, como se mencioné en el anterior
capitulo, es la metodologia utilizada por Six Sigma, la cual representa una
herramienta importante para la elaboracion de productos y servicios de clase

mundial de manera mas eficiente.

DMAIC se trata de una metodologia de resolucion de problemas sobre
procesos ya creados. Mediante la misma, se busca mejorar procesos, ademas se
trata de un proceso que se puede repetir de forma constante para estar

continuamente evolucionando y mejorandolo como se muestra en la figura 5.

Identificar sreas Capturar Iz Analisiz causs- Cambio de los Valorscion del
de oportunidad, infermacian, raiz de las areas procesos. sistema de
necesidades de resultado de la de ocportunidad. medicion.

la EMpresa, operacicn de la

medir magnitud organizacion.

2 impacto.

Figura 5. Metodologia DMAIC.
Fuente: Elaboracion propia.
A continuacion se explica la manera en la que se fueron desarrollando cada

uno de los pasos de la metodologia elegida.
3.1 Definir

Para definir la problematica se tomaron en cuenta las siguientes fases:
3.1.1 Aspectos Importantes:

e Reducir 30% los tiempos de mantenimiento correctivo en problemas

relacionados al desplazamiento del “carrier” en el “indexer”.
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e Reducir en 25% los rollos rechazados por dado encimado.

e Se utilizara el software interno, “Front End Suite”, para monitorear los lotes

rechazados.
e Alcance: Mejorar la calidad de los productos.
3.1.2 Fase de definicion del caso de negocio

Esta iniciativa esta enfocada a mejorar el rendimiento del area, reduciendo
los tiempos de reparacidén por correctivo en problemas de indexer, disminuyendo

la cantidad de rollos rechazados.
3.1.3 Fase de definicion del planteamiento del problema

Durante los meses de Octubre a Diciembre del 2018, se registraron
alrededor de 420 minutos por mes en mantenimiento correctivo por problemas

derivados de una mala calibracién del indexer.
3.1.4 Fase de definicién del objetivo, métrico, fuente y beneficios

Objetivo: Registrar menos de 290 Minutos por mes en tiempo de

mantenimiento correctivo por problemas de indexer.
Métrico: Tiempos de reparacion de equipo.
Fuente: Reporte diario de mantenimiento.

Beneficios: Mejorar el desempefio del area de WLCSP, ofrecer productos

de mejor calidad.

3.1.5 Fase de definicion plan de evaluaciéon y mitigacion de la gestion de

riesgos.

La tabla 1 describe el analisis de riesgo al llevar a cabo estas actividades
enfocadas a reducir los tiempos de reparacion de equipos. Se consideraron tres

factores de riesgo que se presentan durante el proceso de reparacion, entre ellos
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esta el crear cuellos de botella durante evaluaciones, fallas en los equipos y

material dafado.

Tabla 1. Analisis de riesgo.

Fuente: Elaboracién propia.

Crear cuellos de
botella durante

evaluaciones.

Falla en los equipos

Material danado

3.2 Medir

) Analizar Plan de Alto
Reducir .
Produccién Impacto
) Enfoque en cada Alto
Reducir ] ]
cambio de indexer  Impacto
Cada cambio sera
. . Alto
Reducir realizado por
Impacto

evaluacion

Alto

Impacto

Alto

Impacto

Alto
Impacto

Se encontré que el “Carrier’” atorado en el “indexer” es el principal

contribuidor del tiempo de mantenimiento correctivo. La figura 6 muestra el registro

de los tiempos de reparacion de los ultimos 3 meses del ano 2018.

Tiempo de reparacion por problemas de Indexer

(min)

450

440

430

420

410

Noviembre Diciembre

Figura 6. Grafica de tiempo de reparacion por problemas de indexer.

Fuente: Elaboracién propia.
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3.3 Analizar

Diagrama de causa y efecto

Mediciones Material Personal

Indexer en mal estado Contaminacion Operador no certificado

Varacién en el carrier Set up incorrecto por

falta de entrenamiento

. Dado
encimado

Falla en sernvo motores

Particulas enla No hay control en los

maquina parametros
Problema de vacio
Apagones Falta ayuda visual para
calibrar indexer Diferencias mecanicas
entre maquinas
Entomo Métodos Méaquinas

Figura 7. Diagrama Ishikawa del dado encimado.

Fuente: Elaboracion propia.

La figura 7 muesta que se realizo un diagrama Ishikawa para identificar los

factores que contribuyen a que se presente el dado encimado, en la que nos

enfocaremos sera en el indexer mal calibrado, es por ello que se realizara una

herramienta que permita realizar una correcta calibracion.
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Figura 8. Calibrador de Indexer.

Fuente: Elaboracién propia.
La figura 8 muestra la herramienta que se utilizara para calibrar el indexer,

la cual nos permitira ajustar las guias de vacio y la apertura del indexer. Esto con

la finalidad que el carrier no se atore.

Para definir las medidas del calibrador, se tomaron varias medidas a
diferentes carriers utilizados en diferentes niumeros de parte, como se muestra en
la tabla 2.

Tabla 2. Medidas de carrier

Fuente: Elaboracién propia.

Modelo 1 0,20 0,41
Modelo 2 0,21 0,42
Modelo 3 0,20 0,41
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Figura 9. Identificacién de espesores en el carrier
Fuente: Elaboracién propia.
3.4 Mejorar
A continuacion se muestran las acciones que se llevaran a cabo:
e Elaborar instruccion de trabajo para calibrar correctamente los indexer.
e Documentar los parametros de trabajo de los servomotores.
e Entrenar al personal.
3.5 Control

e Monitoreo semanal de los lotes rechazados y tiempo de mantenimiento
correctivo por problemas de indexer.

e Implementar administrador de indexer.
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Capitulo 4. Resultados

Al realizar este proyecto se logré reducir en un 30% la cantidad de rollos

rechazados por dado encimado o dafio mecanico, lo que nos dice que los rollos

rechazados disminuyeron en promedio 13 rollos por mes. En la figura 10 se

muestran los resultados que se obtuvieron al realizar este proyecto, los ultimos 2

meses se logra el objetivo, que era la obtener menos de 23 lotes rechazados por

mes.

301
25+
204
15+
10+

0_

Rollos rechazados en QA

I I
Enero Febrero Marzo

Abril

Figura 10. Grafica de resultados de los rollos rechazados en QA.

Fuente: Elaboracion propia.

En la figura 11 se visualizan los tiempos de mantenimiento correctivo por

problemas de carrier atorado en el indexer disminuyeron de 420 a un promedio de

290 minutos por mes. En el mes de marzo se logré registrar 283 minutos de

mantenimiento correctivo por problemas de carrier atorado.
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Tiempo de reparacion por prd'b'llemas de Indexer
300
295 294
290
285
280
275

270
Enero Febrero Marzo Abril

Figura 11. Grafica de resultados de los tiempos de mantenimiento correctivo por problemas de
carrier atorado.

Fuente: Elaboracién propia.

Los indexer fueron resguardados en el banco de herramientas del area, se
entrend al personal para realizar la calibracidén de estos y asi mismo se registraron
en un administrador de herramientas, en donde en cada cambio de numero de
parte, los indexer se regresan para ser revisados y calibrados, y se les entrega
uno verificado. Con esto se redujo los tiempos de set up en los equipos, ya que
ahora reciben los indexer calibrados, se estandarizo el proceso de calibracion de
los indexer, dejando a un lado el criterio de cada persona encargada de realizar
ajustes en los indexer, ahora cualquier persona encargada de atender el banco de

herramientas podia realizar este ajuste.
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Tiempos de set up (hrs)

2784
276+
274+
2724
270+
268+
2664
264+
2624
260+
2584

Enero Febrero Marzo Abril

Figura 12. Grafica de tiempos de set up.
Fuente: Elaboracion propia.

La figura 12 muestra los tiempos de set up mensualmente, se puede
observar que de Enero a Abril se han disminuido 12 horas durante los cambios de
numero de parte en los equipos Mi20. Ahora los indexer se limpian y calibran en el
banco de herramientas y se entregan al encargado de realizar el ajuste, solo para

instalarlo.
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Capitulo 5. Discusidén, conclusiones y recomendaciones
Al realizar este trabajo se concluye que es posible desarrollar herramientas
que permitan realizar una tarea cotidiana en nuestra area de trabajo, de tal

manera que nos facilitan la forma de realizarlas y por ende nos ahorran tiempo.

Al disefar la herramienta nos dimos cuenta que no basta con solo
desarrollarla, sino que se requiere un plan para controlar que se esté utilizando de
la manera correcta, es por ello que se definid un plan de auditoria mensual a los
indexer para colaborar que el personal lo esté realizando de acorde a los
procedimientos y asi mismo se establecié un plan de revision del calibrador para
verificar las condiciones en las que se encuentra y verificar los espesores de las
placas del calibrador. Se optd por registrar el calibrador en el area de metrologia
de la empresa, para asegurar las condiciones del mismo a largo plazo, ya que este
departamento se encargara de revisar semestralmente las condiciones del
calibrador, revisara que los espesores estén dentro de las medidas especificadas,
asi como que no presente golpes o deformaciones el calibrador. Esta decision se
sustenta en que hace unos meses se nos presentd una situacion, contamos con
un equipo que mide fuerza de desprendimiento del cover en el carrier, este equipo
se calibra con una pesa de 100 gr., en una auditoria de procesos se decidid
comprobar que realmente la pesa contenia los 100 gr., al medirla resulto que eran
95 gr. en vez de 100 gr. Ante esto radica la importancia de mantener en control

todos los calibradores, para asegurar un buen sistema de medicion.

Por ultimo, nos dimos cuenta que el mayor impacto del proyecto se reflejo
en los tiempos de set up, ya que al momento de realizar cambio de numero de
parte en los equipos, los indexer se entregaban ya ajustados con la herramienta,
debido a la gran cantidad de set up realizados durante un mes, se logré observar

una mejoria en la reduccion de tiempos.
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